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บทคดัย่อ 

 

 กระบวนการข้ึนรูปด้วยการเคลือบเรซินเป็นกระบวนการท่ีสําคญั เพื่อปกป้องชิพของ

ช้ินงานอิเล็กทรอนิกส์ ดงันั้นเพื่อให้ไดอ้ตัราการผลิตสูง และคุณภาพงานสูง จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะตอ้งควบคุมคุณสมบติัของเรซินใหดี้โดยการควบคุมพารามิเตอร์ท่ีดีของกระบวนการ ในงานวิจยั

อิสระน้ีเป็นการหาพารามิเตอร์ท่ีดีท่ีสุดของกระบวนการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์บริดจ์ไดโอดโดยใช้

เทคนิคการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลเชิงเศษส่วน 482 
IV  จาํนวน 16 การทดลอง เพื่อคดั

กรองปัจจยั จาก 8 ปัจจยัไดปั้จจยัท่ีมีนยัสาํคญั 3 ปัจจยั คือ (1) เวลาการฉีดเรซิน (2) อุณหภูมิหนา้

แม่แบบ และ (3) แรงดนัในการฉีดเรซิน หลงัจากนั้นออกแบบการทดลองแบบส่วนประสมกลาง

โดยใชจุ้ดแอกเซียล 1.8 ทาํการทดลอง 20 การทดลอง ไดส้มการทาํนายผลแบบควอดเดรติก แลว้หา

ค่าท่ีดีท่ีสุดไดด้งัน้ี (1) เวลาการฉีดเรซิน 27 วินาที (2) อุณหภูมิหนา้แม่แบบ 165 องศาเซลเซียส และ 

(3) แรงดนัในการฉีด 74 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตรการยืนยนัผลการทดลองให้ผลเป็นไป

ตามท่ีกาํหนดไว ้ค่าท่ีไดใ้กลเ้คียงกบัค่าจากการทาํนาย 
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 เม่ือทาํการผลิตงานจริงสามารถลดงานเสียจากกระบวนการได ้79 เปอร์เซ็นต ์ จากของเสีย 

0.76 เปอร์เซ็นตเ์หลือ 0.16 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงลดตน้ทุนการผลิตได ้ 5,316,128 บาทต่อปี แสดงว่า

เทคนิคการออกแบบการทดลองสามารถใช้ในการหาเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและลดงานเสียงานใน

กระบวนการข้ึนรูปผลิตภณัฑบ์ริดจไ์ดโอดดว้ยการเคลือบเรซินได ้ 
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ABSTRACT 

 

 Transfer molding is one of the important processed to perform microchip encapsulation 

for electronic packages. To achieve a high production rate and high molding quality, it is 

necessary to have strictly control on the epoxy resin characteristics as well as identify the optimal 

process conditions of the transfer molding. In this independent study, process simulations of 

transfer molding for Bridge diode packages were conducted according to Fractional Experiment 

Design, the sixteen experiments were firstly conducted based on the 482 
IV  Experimental plan in 

this study that involved eight process parameters to screen the significant parameters. Three 

significant parameters as (1) Resin Transfer time, (2) Die temperature and (3) Resin Transfer 

pressure were identified. The twenty experiment  were conducted based on and Central 

Composite Design (CCD) with axial point at 1.8 to identify the quadratic equation. The optimal 

condition were (1) Transfer time 27 sec., (2) Die temperature 165 degree Celsius  and (3) Transfer 

pressure 74 kgf/ 2cm . The verification tests were carried out and results of the tests are found very 

close to the predictions 
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 After mass production, there was 79 % molding defect decrease, from 0.76 % to 0.16 %. 

These can save production cost 5,316,128 Baht per year. This independent study has showed that 

Design of Experiment Technique can be a useful tool for optimization of process condition for 

transfer molding of Bridge diode  to decrease the defective. 


